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分析事例の紹介 

全自動水平型多目的 X 線回折装置 SmartLab を用いた 
X 線反射率法による金薄膜の膜厚測定 

 

はじめに 

 全自動水平型多目的 X線回折装置 SmartLabを用いて、イオンスパッタリング装置で

作成した金薄膜の膜厚を測定した分析事例を紹介する。 

 

実験 

イオンスパッタリング装置(JFC-1100E, 

日本電子, 図 1)を用いて、ガラス基板上に約

18 nm の金薄膜を形成した。イオンスパッ

タリングは、イオン電流 10mA, コーティン

グ時間 2.5分の条件下で行った。上記の条件

では、金薄膜の換算膜厚は約 18 nmである

[1]。X線回折装置 SmartLabを用いて、X線

反射率測定を行った。測定した X線反射率

の X線入射角度依存性に対して、膜構造を

仮定したシミュレーションを行うことで、

膜厚を評価した。 

 

結果 

 図１に金薄膜の反射率測定の結果を示す。金薄膜による X 線の干渉が観測された。

薄膜総合解析ソフトウェア GlobalFitを用いたシミュレーションを行い、膜厚 16.4 nm 

を求めた。求めた膜厚値は、コーティング時間における換算膜厚 18 nm [1]と一致した。 

 

図 1 イオンスパッタリング装置 
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図１ 金薄膜の反射率測定結果 

 

 

まとめ 

 全自動水平型多目的 X 線回折装置 SmartLab を用いた X 線反射率測定による金薄膜

の膜厚評価を紹介した。全自動水平型多目的 X 線回折装置 SmartLab は、集中法や X

線反射率測定だけでなく、薄膜法・極点測定・残留応力測定等を行うことができる。ま

た、ICDDライブラリを備えており、未知試料の定性分析に活用することができる。 
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